比选文件

多轴连续激光焊接机技术要求内容

设备要求概述

交货期：5周内。

激光器类型：连续型光纤激光器

波长：1080±10nm

激光器最大输出功率：2000W

最小焊斑直径：0.083mm～0.3mm

瞄准定位方式：红光指示+CCD监控视觉

设备采用全封闭机柜。

激光器具有功率反馈功能，能保证设定的激光功率与实际的激光功率一致，保证焊接的可靠性。
工作台采用多轴联动工作台，各轴均使用伺服电机。PC程序控制、操作方便。

选用高精度电动平移台，平移台均为封闭式结构。

平移台规格：X 轴≥800mm；Y 轴≥300mm；Z 轴≥400mm。

采用摆动焊接头，支持多种摆动模式。

焊接头可绕Y轴方向左右旋转一定角度（在保证光纤不会有折弯损坏的前提下，尽可能大，±45～60度），采用电动控制，旋转角度在系统界面上可见。

配备旋转送丝焊接组件（含送丝机）。

配有烟尘净化器及相应管路，可有效净化焊接过程产生的烟尘，保障操作人员健康。

配备气动旋转卡盘，夹持直径φ10～φ200mm，回转直径≥φ600mm，转速转速0～60rpm变频可调。

可以程序控制和存储相应的加工程序。

控制软件除采集编程功能外，应集成基本的图形编辑功能，可直接绘制图形（区别于现有设备的采点绘图），图形可根据工件位置移动（类似激光打标机原理），并可预览加工。

焊缝深度可达到3mm以上（产品有需要时能满足要求）。

要求焊缝外观平滑，无断点、焊渣。无明显气孔、凸起、裂纹等焊接缺陷。不损伤其它表面。

控制软件支持多焊接工艺，可分段单独设置不同速度模型、功率模型等工艺参数，满足复杂加工工艺要求。

设备冷却方式：水冷。

电脑配置：工业级工控机，windows10及以上系统，8G内存，硬盘容量不小于256G。
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